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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung, insbe-
sondere Endeffektor, zum Aufnehmen, Transportieren
und/oder Positionieren eines Waferrahmens, der mit ei-
ner Trägerfolie zum Tragen eines Wafers bespannt ist,
mit einer Halterung, die Vakuumdüsen zum berührenden
Halten des Waferrahmens an der Vorrichtung aufweist,
und mit einer Zentriereinrichtung, die mindestens einen
in eine Aussparung des Waferrahmens eingreifbaren An-
schlag zur Zentrierung des Waferrahmens aufweist.
[0002] Um einen Waferrahmen, der mit einer Träger-
folie zum Tragen eines Wafers bespannt ist, aus einer
Kassette entnehmen zu können, sind Endeffektoren
bzw. Greifer bekannt (DE10259836A1), die die Träger-
folie und/oder den Waferrahmen mit Vakuumdüsen am
Greifer festhalten. Zur Zentrierung des entnommenen
Waferrahmens ist der Greifer mit einer einen Anschlag
für den Waferrahmen aufweisenden Zentriereinrichtung
versehen. Der Anschlag weist hierzu mehrere, in Aus-
sparungen des Waferrahmens eingreifende Justierstifte
sowie ein am Waferrahmens flach anliegendes Anschla-
gelement auf. Nachteilig bedarf es bei solch einer Zen-
triereinrichtung einer äußerst genauen Führung des
Greifers, damit Anschläge und Waferrahmen zusam-
menwirken können bzw. um den Waferrahmen verläss-
lich zu entnehmen. Zudem ist es für dieses Zusammen-
wirken unerlässlich, dass der Waferrahmen ausgerichtet
ist. Selbst leichte Positionsabweichungen des Waferrah-
mens können zu dessen Verkeilen zwischen den An-
schlagelementen führen und so ein sicheres Halten eines
Waferrahmens verhindern. Aufgrund dadurch verur-
sachter Ausfälle in Halbleiterfertigungs- oder Halbleiter-
bearbeitungsstraßen, etwa aufgrund von Reparaturen
unter Reinraumbedingungen, Produktionsausfällen etc.,
sind derartige Greifer in diesem Technologiebereich nur
bedingt geeignet.
[0003] Aus dem Stand der Technik sind auch Endef-
fektoren für Waferscheiben bekannt (DE10161902A1).
Solche Endeffektoren sind mit Vakuumdüsen und Bern-
oullidüsen versehen, um damit den Wafer am Endeffek-
tor zu halten. Zur Zentrierung des Wafers am Endeffektor
ist zudem eine Zentriereinrichtung vorgesehen, die mit
diametral gegenüberliegenden flachen Anschlägen den
Wafer von einer Ausgangslage in eine Zentrierlage
schiebt. Diese Zentrierung wird durch die konzentrische
Anordnung der Bernoullidüsen unterstützt. Nachteilig be-
darf es nach dem Positionieren des Wafers in die Zen-
trierlage einer rotatorischen Ausrichtung des Wafers, wo-
für der Halterung ein Drehteller zugeordnet ist. Dies führt
jedoch nachteilig zu einem erheblichen konstruktiven
Aufwand und ist zudem zum Zentrieren von Waferrah-
men, die einen Wafer über eine Trägerfolie halten, nicht
geeignet. Eine ähnliche Vorrichtung ist in der WO
2006/072422 A1 gezeigt.
[0004] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun-
de, ausgehend vom eingangs geschilderten Stand der
Technik, einen Endeffektor dahin gehend zu verbessern,

dass der Wafer samt Waferrahmen gegenüber dem End-
effektor zuverlässig und genau zentriert wird und trotz-
dem keine Beeinträchtigung bei weiteren Handhabungs-
schritten auftritt. Darüber hinaus soll diese Vorrichtung
auch eine hohe Standfestigkeit aufweisen.
[0005] Die Erfindung löst die gestellte Aufgabe da-
durch, dass die Halterung Bernoullidüsen zum berüh-
rungslosen Halten und Bewegen des Waferrahmens in
Richtung des Anschlags aufweist, und dass der Anschlag
entgegen der von den Bernoullidüsen erzeugten Bewe-
gungsrichtung von einer Ausgangslage in eine davon un-
terschiedliche Zentrierlage verstellbar gelagert ist.
[0006] Weist die Halterung Bernoullidüsen zum berüh-
rungslosen Halten und Bewegen des Waferrahmens in
Richtung des Anschlags - unter anderem mithilfe eines
durch den Bernoulli-Effekt verursachten hydrodynami-
schen Unterdrucks - auf, und ist der Anschlag entgegen
der von den Bernoullidüsen erzeugten Bewegungsrich-
tung von einer Ausgangslage in eine davon unterschied-
liche Zentrierlage verstellbar gelagert, kann ein Wafer-
rahmen vom Greifer problemlos gegriffen und anschlie-
ßend verlässlich zentriert werden. Die Bernoullidüsen
sorgen hierfür nicht nur für ein berührungsloses Halten
des Waferrahmens samt seiner Trägerfolie und des Wa-
fers, sondern auch für ein verlässliches Verschieben des
gehalten Waferrahmens in Richtung des Anschlags - und
zwar unabhängig von der Ausgangslage des gegriffenen
Waferrahmens. Die erfindungsgemäße Vorrichtung
kann sich daher als äußerst tolerant gegenüber Lageab-
weichungen des zu greifenden Waferrahmens erweisen
und damit auch ein standfestes Halten sicherstellen. Zu-
dem ist der Waferrahmen nach einem Bewegen des An-
schlags in die Zentrierposition zentriert, weil die andere
Ausrichtungsachse durch den in Aussparungen eingrei-
fende Anschlag festgelegt ist. Weiter erlaubt die beweg-
liche Lagerung des Anschlags, dass der Anschlag vom
Waferrahmen entfernt werden kann, falls dies im Zuge
eines Bearbeitungsschrittes notwendig sein sollte. Zu-
dem können die Vakuumdüsen die feste Lagerung des
Waferrahmens an der Vorrichtung übernehmen. Der An-
schlag kann daher also eine Beeinträchtigung von wei-
teren Handhabungsschritten des Waferrahmens vermei-
den.
[0007] Im Allgemeinen wird erwähnt, dass die verstell-
bare Lagerung des Anschlags natürlich nicht nur in die
Zentrierlage, sondern auch von dieser zurück in die Aus-
gangslage vorgesehen ist. Mit Bernoulli-Effekt wird der
bekannte Effekt zum berührungslosen Halten eines
Werkstücks durch den, von einer aus einer Düse austre-
tenden Gasströmung verursachten Unterdruck beschrie-
ben. Um einen Bernoulli-Effekt für ein kreisförmiges
Werkstück auszubilden, können ringförmig angeordnete
Düsen aber auch eine Ringdüse verwendet werden. Na-
türlich sind auch andere Düsenanordnungen denkbar,
mit denen die gewünschte Gasströmung erzeugt werden
kann. Weiters soll klargestellt werden, dass im Zuge die-
ser Erfindung die Verwendung eines Waferrahmens
auch zumindest die Trägerfolie und eventuell den damit
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bestückten Wafer inkludiert.
[0008] Die Standfestigkeit der Ausrichtung des Wafer-
rahmens entlang einer Achse kann erhöht werden, wenn
der Anschlag zwei parallele Zentriernasen ausbildet, die
in je eine Aussparung am Waferrahmen eingreifen. Zu-
dem kann mithilfe der Zentriernasen und der entspre-
chenden Aussparung des Waferrahmens eine beson-
ders genaue Ausrichtung zwischen Anschlag und Wa-
ferrahmen erreicht werden. Ein exaktes Einnehmen der
Zentrierposition des Waferrahmens an der Vorrichtung
kann damit sichergestellt werden.
[0009] Weist die Zentriereinrichtung eine Linearfüh-
rung zwischen Anschlag und Vorrichtung auf, kann auf
besonders einfache Weise die Zentrierposition angefah-
ren werden.
[0010] In einer vorteilhaften Ausführung der Vorrich-
tung weist die Zentriereinrichtung einen Druckluftantrieb
zur Bewegung des Anschlags auf. Aufgrund des gerin-
gen Wartungsbedarfs eines pneumatischen Antriebs
kann somit eine besonders standfeste Vorrichtung ge-
schaffen werden.
[0011] Der konstruktive Aufwand im Bereich der Füh-
rung des Anschlags kann weiter verringert werden, wenn
die Zentriereinrichtung ein mit dem Anschlag verbunde-
nes Federelement zur Rückführung des Anschlags, also
in dessen Ausgangslage, aufweist.
[0012] Sind die Bernoullidüsen asymmetrisch über die
Halterung verteilt angeordnet, kann der Waferrahmen
durch die entstehende Gasströmung auf konstruktiv ein-
fache Weise berührungsfrei in Richtung des Anschlags
bewegt werden. Zudem kann damit sichergestellt wer-
den, dass die Bernoullidüsen den Waferrahmen stets auf
den Anschlag zu- bzw. auflaufen lassen, auch bei Ver-
lagerung von Ausgangs- in die Zentrierlage.
[0013] Jener Bereich des Waferrahmens, der für das
Vorsehen des Wafers reserviert ist bzw. an dem der Wa-
fer vorgesehen ist, kann gegenüber einer direkten Be-
aufschlagung durch die Bernoullidüsen geschützt wer-
den, indem die Bernoullidüsen im Folienbereich zwi-
schen Waferrahmen und Wafer an der Halterung verteilt
angeordnet sind. Sind die Bernoullidüsen konzentrisch
angeordnet, kann für eine gleichmäßige berührungslose
Bewegung des Waferrahmens über der Halterung ge-
sorgt werden.
[0014] Außerdem kann mit einer gleichmäßigen Hal-
tekraft auf den Waferrahmen bzw. seine Trägerfolie eine
sichere Handhabung erreicht werden.
[0015] Ein stabiler, nach außen gerichteter hydrody-
namischer Unterdruck kann erzeugt werden, wenn die
Bernoullidüsen schräg nach außen gerichtet sind.
[0016] Der Vortrieb des Waferrahmens in Richtung
des Anschlags kann konstruktiv ermöglicht werden, in-
dem die anschlagseitigen Bernoullidüsen parallel zur Be-
wegungsrichtung und die diesen gegenüberliegenden
Bernoullidüsen vom inneren Zentrum ausgehend schräg
nach außen gerichtet sind.
[0017] Zu Vorgenanntem alternativ oder zur Verbes-
serung des Vortriebs kann der Schrägwinkel α der an-

schlagseitigen Bernoullidüsen zum Schrägwinkel β der
gegenüberliegenden Bernoullidüsen unterschiedlich
groß sein.
[0018] Sind am äußeren Rand der Halterung mehrere
Vakuumdüsen vorgesehen, kann der Waferrahmen si-
cher an der Vorrichtung gehalten werden. Zudem können
damit direkt wirkende Belastungen auf die Trägerfolie
bzw. den Wafer vermieden und deren Beschädigung
ausgeschlossen werden - zumal nicht ausgeschlossen
werden kann, dass der Wafer auf der Trägerfolie bereits
zersägt vorliegt und dessen Ablösen zu befürchten ist.
Wenn die Vakuumdüsen an diametral gegenüberliegen-
den Vorsprüngen der Halterung vorgesehen sind, kann
der Waferrahmen besonders fest an der Vorrichtung ge-
halten werden.
[0019] Weist die Halterung einen Außenbereich und
einen dazu erhöhten Innenbereich auf, die zwischen sich
einen Anschlagrand für den Waferrahmen ausbilden,
kann die Zentrierung des Waferrahmens zusätzlich er-
leichtert werden. Durch den Anschlagrand kann nämlich
beim Greifen des Waferrahmens die Anzahl an mögli-
chen Ausgangslagen beschränkt werden, insbesondere
wenn ein umlaufender Anschlagrand vorgesehen ist.
[0020] Vorteilhaft können die Vakuumdüsen im Au-
ßenbereich und die Bernoullidüsen im Innenbereich vor-
gesehen sein, um damit das berührungslose Zentrieren
des Waferrahmens sowie das feste Halten des Wafer-
rahmens in der Zentrierlage zu erleichtern.
[0021] Der Anschlagrand kann dem Innenbereich
schräg zulaufen, um die Gefahr einer Beschädigungen
der Trägerfolie beim Greifen und anschließenden Zen-
trieren des Waferrahmens zu reduzieren.
[0022] In den Figuren ist beispielsweise der Erfin-
dungsgegenstand anhand einer Ausführungsvariante
näher dargestellt. Es zeigen

Fig. 1 eine Draufsicht auf eine Vorrichtung zum Auf-
nehmen, Transportieren und/oder Positionie-
ren eines Waferrahmens,

Fig. 2 eine abgerissene und vergrößerte Draufsicht
der Fig. 1,

Fig. 3 eine Schnittansicht nach III-III der nach Fig 1
dargestellten Vorrichtung,

Fig. 4 eine Draufsicht auf die Vorrichtung nach Fig. 1
mit gehaltenem Waferrahmen und

Fig.5 eine Draufsicht auf die Vorrichtung nach Fig. 1
mit gehaltenen Waferrahmen in dessen Zen-
trierlage.

[0023] Gemäß den Figuren 1, 3 und 4 wird beispiels-
weise eine Draufsicht auf eine als Endeffektor bzw. Grei-
fer ausgeführte Vorrichtung 1 zum Aufnehmen, Trans-
portieren und/oder Positionieren eines Waferrahmens 2
gezeigt. Der Waferrahmen 2, der nach den Figuren 3 und
4 näher dargestellt ist, spannt eine Trägerfolie 3 auf, die
einen Wafer 4 bzw. Halbleiterwafer stoffschlüssig trägt.
Um den bespannten Waferrahmen 2 mit der Vorrichtung
1 fest zu verbinden, ist die Vorrichtung 1 mit einer Hal-
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terung 5 versehen, der Vakuumdüsen 6 zum Ansaugen
des Waferrahmens 2 an die Halterung bzw. an die Vor-
richtung 1 zugeordnet sind. Zudem befindet sich an der
Vorrichtung 1 eine Zentriereinrichtung 28 mit einem An-
schlag 7, der in zwei Aussparungen 8 am Waferrahmen
2 eingreifbar ausgebildet ist. Der Anschlag 7 dient zur
Zentrierung des gehaltenen Waferrahmens 2 bzw. des
Wafers 4 an der Vorrichtung 1, nachdem der Waferrah-
mens 2 aufgenommen worden ist - beispielsweise aus
einer nicht näher dargestellten Kassette. Für eine gegen-
über der Lage des Waferrahmens 2 tolerante Aufnahme
der Vorrichtung 1 ist die Halterung mit Bernoullidüsen 9,
90 versehen, die den Waferrahmen 2 nicht nur berüh-
rungslos halten, sondern die auch derart vorgesehen
und/oder ausgestaltet sind, dass der Waferrahmen 2 in
Richtung des Anschlags 7 bewegt und damit stets gegen
den Anschlag 7 gedrückt wird. Da der Anschlag 7 in Aus-
sparungen 8 des Waferrahmens eingreift, ist eine Zen-
trierung des Waferrahmens 2 bzw. des Wafers 4 entlang
der Bewegungsachse 10 erreicht. Das berührungslose
Halten des Waferrahmens 2 wird durch im Stand der
Technik unter Bernoulli-Effekt bekannten hydrodynami-
schen Unterdruck der Bernoullidüsen 9, 90 ermöglicht.
Indem der Anschlag 7 entgegen der von den Bernoulli-
düsen 9, 90 erzeugten Bewegungsrichtung 11 von einer
Ausgangslage 12 in eine davon unterschiedliche Zen-
trierlage 13 verstellbar gelagert ist, kann der am An-
schlag 7 angedrückte Waferrahmen 2 auch in dessen
Bewegungsachse 11 zentriert werden. Dieser Zentrier-
vorgang ist in der Zusammenschau von Fig. 4 und 5
nachzuvollziehen. Der nach Fig. 5 zentrierte Waferrah-
men 2 wird in weiterer Folge in dieser Zentrierlage 13
durch Aktivieren der Vakuumdüsen 6 verlässlich festge-
halten. Die Bernoullidüsen 9, 90 können dann ausge-
schaltet werden. Damit ist eine Vorrichtung 1 geschaffen,
die bei einfachen Handhabungsverhältnissen einen Wa-
ferrahmen 2 standfest aufnehmen, transportieren und
positionieren kann.
[0024] Der Waferrahmen 2 wird vom Anschlag 7 be-
sonders sicher formschlüssig gefasst, indem dieser zwei
parallele Zentriernasen 14 ausbildet. Da diese in verjün-
gende Aussparungen 8 am Waferrahmen 2 eingeführt
werden, werden auch Ungenauigkeiten in der Ausrich-
tung des Waferrahmens 2 in der Bewegungsachse 10
ausgeglichen. Dies stellt sich zudem automatisch durch
die dem Waferrahmen von den Bernoullidüsen 9, 90 auf-
gezwungene Bewegung in Bewegungsrichtung 11
und/oder 12 ein.
[0025] Die Bewegung des Anschlags 7 wird mit Hilfe
einer Linearführung 15 an der Halterung 5 ermöglicht.
Natürlich sind hierfür auch andere Führungen vorstell-
bar. Diese zwischen Halterung 5 und Anschlag 7 vorge-
sehene Linearführung 15 wird mit Hilfe einer Kolbenstan-
ge 16 eines Druckluftantriebs 17 realisiert. Vorteilhaft
wird der Druckluftantrieb 17 über ein Ventil 18, welches
mit der Gaszufuhr 19 der Bernoullidüsen 9, 90 verbunden
ist, mit Druckluft versorgt. Dieser als einfachwirkender
Zylinder ausgeführte Druckluftantrieb 17 wird über ein

Federelement 20 in seine Ausgangslage 12 zurückge-
stellt. Hierzu greift das Federelement 20 an der Kolben-
stange 16 und am Gehäuse 21 des Druckluftantriebs 17
an.
[0026] Wie insbesondere der Fig. 1 zu entnehmen,
sind die Bernoullidüsen 9, 90 asymmetrisch über die Hal-
terung 5 konzentrisch verteilt angeordnet, um damit stets
eine Bewegungsrichtung 11 des Waferrahmens 2 in
Richtung des Anschlags 7 aufrecht zu erhalten. Auf kon-
struktiv einfache Weise ist am, dem Anschlag 7 gegen-
überliegenden Rand der Halterung 5 eine geringere An-
zahl an Bernoullidüsen 90 vorgesehen, als dies bei den
Bernoullidüsen 9 am Rand der Halterung 5, angrenzend
an den Anschlag 7, der Fall ist.
[0027] Der Wafer wird von einer direkten Beaufschla-
gung der Bernoullidüsen 9, 90 geschützt, in dem diese
Bernoullidüsen 9, 90 ausschließlich im Bereich der Trä-
gerfolie 3 zwischen Waferrahmen 2 und Wafer 4 über
die Halterung 5 verteilt angeordnet sind. Im Allgemeinen
ist vorstellbar, weitere nicht näher dargestellte Bernoul-
lidüsen im Bereich des Zentrums der Halterung 3 bzw.
unterhalb des Wafers 4, etc. anzuordnen. Vorzugsweise
befinden sich jedoch alle Bernoullidüsen 9, 90 im Bereich
der Trägerfolie 3 zwischen Waferrahmen 2 und Wafer 4.
[0028] Wie der Fig. 3 zu entnehmen, sind die Bernoul-
lidüsen 9, 90 schräg nach außen ausgerichtet. Dies ist
unter anderem für eine gleichmäßige Beabstandung
beim berührungslosen Halten des Waferrahmens 2 von
Vorteil. Zudem sind in der Fig. 3 die Schrägwinkel α und
β der anschlagseitigen Bernoullidüsen 9 und der den an-
schlagseitigen Bernoullidüsen 9 gegenüberliegenden
Bernoullidüsen 90 zu erkennen. Diese Schrägwinkel α
und β sind unterschiedlich groß, um damit bereit dem
Waferrahmen 2 eine Bewegungsrichtung 11 sicher auf-
zuzwingen.
[0029] Wie in der Fig. 2 zu erkennen, sind die Bern-
oullidüsen 9, 90 auch in Draufsicht unterschiedlich aus-
gerichtet. Die anschlagseitigen Bernoullidüsen 9 weisen
nämlich einen parallele Strömungsrichtung 29 und die
diesen gegenüberliegenden Bernoullidüsen 90 eine
sternförmig auseinanderlaufende Strömungsrichtung 30
auf. Hierzu sind die anschlagseitigen Bernoullidüsen 9
parallel zur Bewegungsrichtung 11 und die diesen ge-
genüberliegenden Bernoullidüsen 90 vom inneren Zen-
trum 22 ausgehend schräg nach außen gerichtet. Dies
verbessert nochmals die Genauigkeit der Zentrierung
des Waferrahmens 2, da sich aufgrund der so entwickel-
ten Kraft gegen den Anschlag 7 ein Spiel zwischen Wa-
ferrahmen 2 und Anschlag 7 vermieden wird.
[0030] Die Vakuumdüsen 6 sind am äußeren Rand 23
der Halterung 5 vorgesehen, und zwar an diametral ge-
genüberliegenden Vorsprüngen 24 was eine kompakte
Bauform der Vorrichtung 1 ermöglicht.
[0031] Wie zudem nach den Figuren 1, 2 und 3 näher
zu erkennen, bildet die Halterung 5 einen umlaufenden
Anschlagrand 25 für den Waferrahmen 2 aus. Dies wird
konstruktiv durch einen Außenbereich 26 und einen dazu
erhöhten Innenbereich 27 gelöst. Der berührungslos be-
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wegte Waferrahmen 2 kann über diesen Rand nicht von
der Halterung 5 abgleiten. Die Vorrichtung 1 bietet da-
durch höchste Handhabungssicherheit im Aufnehmen,
Transportieren und/oder Positionieren eines Waferrah-
mens 2 bzw. Wafers 4. Beschädigungen des Waferrah-
mens 2 werden mit Hilfe eines dem Innenbereich 27
schräg zulaufenden Anschlagrands 4 vermieden.
[0032] Konstruktiv einfach werden die Düsen 6, 9
durch Außenbereich 26 und einen dazu erhöhten Innen-
bereich 27 voneinander getrennt, indem die Vakuumdü-
sen 6 im Außenbereich 26 und die Bernoullidüsen 9, 90
im Innenbereich 27 vorgesehen sind.
[0033] An beispielhaft durchgeführten Arbeitsschritten
soll eine erfindungsgemäße Ausführung des Waferrah-
men-Endeffektors bzw. der Vorrichtung 1 näher erläutert.
Zum Aufnehmen des Waferrahmens 2 erfolgt ein kurzes
Ansaugen mit den Vakuumdüsen 6, sodass der Innen-
bereich der Halterung 5 nahe genug an die Trägerfolie
3 heranreicht. Nachfolgen werden die Bernoullidüsen 9,
90 im Innenbereich 27 der Halterung 5 aktiviert, um einen
Unterdruck entsprechend dem Bernoulli-Effekt auszubil-
den. Nun hängt der Waferrahmen 2 berührungslos an
der Vorrichtung 1 und kann sich selbst lateral ausrichten,
wenn der Waferrahmen 2 bzw. Frame, zum Beispiel in
eine Transportbox, eingeführt oder aus dieser entnom-
men wird.
[0034] Die erfindungsgemäße Zentrierung des Wafer-
rahmens 2 erfolgt in einem nachfolgenden Schritt. Dabei
strebt der Waferrahmen 2 dem Anschlag 7 der Vorrich-
tung 1 aufgrund der asymmetrischen Gasströmung, die
von den asymmetrisch angeordneten Bernoullidüsen 9,
90 bewirkt wird, entgegen (vgl. Fig. 4). Durch die im An-
schlag 7 ausgeprägten Zentriernasen 14 und die zuge-
hörigen Aussparungen 8 im Waferrahmen 2 erfolgt die
Zentrierung des Waferrahmens in Richtung der Längs-
achse der Vorrichtung 1. Der Waferrahmen 2 befindet
sich nun in seiner Ausgangslage 12 des Zentriervor-
gangs - wie dies in Fig. 4 zu erkennen ist. Erfindungsge-
mäß wird nun der Anschlag 5 entlang der linearen Füh-
rungsbahn quer zur Längsachse in die definierte Zen-
trierposition 13 positioniert. Dies erfolgt entgegen der von
den asymmetrischen Bernoullidüsen 9, 90 vorgegebe-
nen Bewegungsrichtung 11. Ist die Zentrierposition 13
erreicht, werden die Vakuumdüsen 6 aktiviert, um den
Waferrahmen 2 in der definierten Zentrierposition auf der
Vorrichtung 1 fest zu halten. Erfindungsgemäß kann nun
der Anschlag 7 in seine Ausgangslage 12 zurückgeführt
und die Bernoullidüsen 9, 90 abgeschaltet werden, um
weitere Arbeitsschritte auf einfache Weise möglich zu
machen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung, insbesondere Endeffektor, zum Auf-
nehmen, Transportieren und/oder Positionieren ei-
nes Waferrahmens (2), der mit einer Trägerfolie (3)
zum Tragen eines Wafers (4) bespannt ist, mit einer

Halterung (5), die Vakuumdüsen (6) zum berühren-
den Halten des Waferrahmens (2) an der Vorrich-
tung aufweist, und mit einer Zentriereinrichtung (28),
die mindestens einen in eine Aussparung (8) des
Waferrahmens (2) eingreifbaren Anschlag (7) zur
Zentrierung des Waferrahmens (2) aufweist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Halterung (5)
Bernoullidüsen (9, 90) zum berührungslosen Halten
und Bewegen des Waferrahmens (2) in Richtung des
Anschlags (7) aufweist, und dass der Anschlag (7)
entgegen der von den Bernoullidüsen (9, 90) erzeug-
ten Bewegungsrichtung (11) von einer Ausgangsla-
ge (12) in eine davon unterschiedliche Zentrierlage
(13) verstellbar gelagert und damit zum Zentrieren
des Waferrahmens (2) ausgebildet ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Anschlag (7) zwei parallele Zen-
triernasen (14) ausbildet, die in je eine Aussparung
(8) am Waferrahmen eingreifen.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Zentriereinrichtung (28) ei-
ne Linearführung (15) zwischen Anschlag (7) und
Vorrichtung (1) aufweist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Zentriereinrichtung (28)
einen Druckluftantrieb (17) zur Bewegung des An-
schlags (7) aufweist.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Zentriereinrich-
tung (28) ein mit dem Anschlag (7) verbundenes Fe-
derelement (20) zur Rückführung des Anschlags (7)
aufweist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass Bernoullidüsen (9,
90) asymmetrisch über die Halterung (5) verteilt an-
geordnet sind.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Bernoullidüsen
(9, 90) im Folienbereich zwischen Waferrahmen (2)
und Wafer (4) an der Halterung (5) verteilt, insbe-
sondere konzentrisch, angeordnet sind.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Bernoullidüsen
(9, 90) schräg nach außen gerichtet sind.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die anschlagseitigen Bernoullidüsen
(9) parallel zur Bewegungsrichtung (11) und die die-
sen gegenüberliegenden Bernoullidüsen (90) vom
inneren Zentrum ausgehend schräg nach außen ge-
richtet sind.
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10. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schrägwinkel (α) der an-
schlagseitigen Bernoullidüsen (9) zum Schrägwin-
kel (β) der gegenüberliegenden Bernoullidüsen (90)
unterschiedlich groß ist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass am äußeren Rand
(23) der Halterung (5), insbesondere an diametral
gegenüberliegenden Vorsprüngen (24) der Halte-
rung (5), Vakuumdüsen (6) vorgesehen sind.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Halterung (5) ei-
nen Außenbereich (26) und einen dazu erhöhten In-
nenbereich (27) aufweist, die zwischen sich einen,
insbesondere umlaufenden, Anschlagrand (25) für
den Waferrahmen (2) ausbilden.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die Vakuumdüsen (6) im Au-
ßenbereich (26) und die Bernoullidüsen (9, 90) im
Innenbereich (27) vorgesehen sind.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet, dass der Anschlagrand
(25) dem Innenbereich (27) schräg zuläuft.

Claims

1. Apparatus, particularly end effector, for taking up,
transporting and/or positioning of a wafer frame (2),
which is covered by a carrier film (3) for carrying a
wafer (4), having a holder (5) that has vacuum noz-
zles (6) for contacting holding the wafer frame (2) on
the apparatus, and having a centering device (28)
that has at least one stop (7) that can engage into a
recess (8) of the wafer frame (2), for centering of the
wafer frame (2), characterized in that the holder (5)
has Bernoulli nozzles (9, 90) for contact-free holding
and moving of the wafer frame (2) in the direction of
the stop (7), and that the stop (7) is adjustably mount-
ed counter to the movement direction (11) produced
by the Bernoulli nozzles (9, 90), from a starting po-
sition (12) into a centering position (13) fthat is dif-
ferent from the former and therefore is formed for
centering of the wafer frame (2).

2. Apparatus according to claim 1, characterized in
that the stop (7) forms two parallel centering projec-
tions (14), which each engage into a recess (8) on
the wafer frame.

3. Apparatus according to claim 1 or 2, characterized
in that the centering device (28) has a linear guide
(15) between stop (7) and apparatus (1).

4. Apparatus according to claim 1, 2 or 3, character-
ized in that the centering device (28) has a com-
pressed air drive (17) for movement of the stop (7).

5. Apparatus according to one of claims 1 to 4, char-
acterized in that the centering device (28) has a
spring element (20) connected with the stop (7), for
return of the stop (7).

6. Apparatus according to one of claims 1 to 5, char-
acterized in that Bernoulli nozzles (9, 90) are dis-
posed so as to be asymmetrically distributed over
the holder (5).

7. Apparatus according to one of claims 1 to 6, char-
acterized in that the Bernoulli nozzles (9, 90) are
disposed on the holder (5), distributed in the film re-
gion between wafer frame (2) and wafer (4), partic-
ularly concentrically.

8. Apparatus according to one of claims 1 to 7, char-
acterized in that the Bernoulli nozzles (9, 90) are
directed outward at a slant.

9. Apparatus according to claim 8, characterized in
that the stop-side Bernoulli nozzles (9) are directed
parallel to the movement direction (11), and the Ber-
noulli nozzles (90) that lie opposite them are directed
outward at a slant, proceeding from the inner center.

10. Apparatus according to claim 8 or 9, characterized
in that the slant angle (α) of the stop-side Bernoulli
nozzles (9) is different in size from the slant angle
(β) of the opposite Bernoulli nozzles (90).

11. Apparatus according to one of claims 1 to 10, char-
acterized in that vacuum nozzles (6) are provided
on the outer edge (23) of the holder (5), particularly
at diametrically opposite projections (24) of the hold-
er (5).

12. Apparatus according to one of claims 1 to 11, char-
acterized in that the holder (5) has an outer region
(26) and an inner region (27) that is elevated relative
to the former, which regions form a stop edge (25),
particularly a circumferential edge for the wafer
frame (2) between them.

13. Apparatus according to one of claims 12, charac-
terized in that the vacuum nozzles (6) are provided
in the outer region (26) and the Bernoulli nozzles (9,
90) are provided in the inner region (27).

14. Apparatus according to one of claims 12 or 13, char-
acterized in that the stop edge (25) runs at a slant
toward the inner region (27).
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Revendications

1. Dispositif, en particulier effecteur terminal, pour re-
cevoir, transporter et/ou positionner un cadre de pla-
quette (2) sur lequel est tendu un film de support (3)
destiné à porter une plaquette (4), avec une fixation
(5) comportant des buses à vide (6) pour le maintien
avec contact du cadre de plaquette (2) sur le dispo-
sitif, et avec une installation de centrage (28) com-
prenant au moins une butée (7) qui peut se mettre
en prise dans une découpe (8) du cadre de plaquette
(2) pour le centrage du cadre de plaquette (2), ca-
ractérisé en ce que la fixation (5) comporte des bu-
ses de Bernoulli (9, 90) pour le maintien sans contact
du cadre de plaquette (2) et son déplacement en
direction de la butée (7) et en ce que la butée (7)
est supportée avec possibilité de déplacement en
sens inverse du sens de déplacement (11) produit
par les buses de Bernoulli (9, 90) d’une position de
départ (12) à une position de centrage (13) différente
de celle-ci et conçue ainsi pour le centrage du cadre
de plaquette (2).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la butée (7) forme deux ergots de centrage
(14) parallèles qui se mettent en prise chacun dans
une découpe (8) du cadre de plaquette.

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que l’installation de centrage (28) présente un
guidage linéaire (15) entre la butée (7) et le dispositif
(1).

4. Dispositif selon la revendication 1, 2 ou 3, caracté-
risé en ce que l’installation de centrage (28) com-
porte un entraînement pneumatique (17) pour le dé-
placement de la butée (7).

5. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que l’installation de centrage (28)
présente un élément de ressort (20) relié à la butée
(7) pour rappeler la butée (7).

6. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé en ce que des buses de Bernoulli (9, 90)
sont réparties de façon asymétrique au-dessus de
la fixation (5).

7. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisé en ce que les buses de Bernoulli (9, 90)
sont réparties sur la fixation (5) au niveau du film
entre le cadre de plaquette (2) et la plaquette (4), en
particulier de façon concentrique.

8. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 7, ca-
ractérisé en ce que les buses de Bernoulli (9, 90)
sont orientées à l’oblique vers l’extérieur.

9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en
ce que les buses de Bernoulli (9) du côté de la butée
sont orientées parallèlement au sens de déplace-
ment (11) et les buses de Bernoulli (90) leur faisant
face sont orientées à l’oblique vers l’extérieur à partir
du centre intérieur.

10. Dispositif selon la revendication 8 ou 9, caractérisé
en ce que l’angle d’obliquité (α) des buses de Ber-
noulli (9) du côté de la butée est différent de l’angle
d’obliquité (β) des buses de Bernoulli (90) qui leur
font face.

11. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 10, ca-
ractérisé en ce que des buses à vide (6) sont pré-
vues sur le bord extérieur (23) de la fixation (5), en
particulier sur des saillies (24) diamétralement op-
posées de la fixation (5).

12. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 11, ca-
ractérisé en ce que la fixation (5) présente une zone
extérieure (26) et une zone intérieure (27) surélevée
par rapport à celle-ci, qui forment entre elles un bord
de butée (25), en particulier circonférentiel, pour le
cadre de plaquette (2).

13. Dispositif selon la revendication 12, caractérisé en
ce que les buses à vide (6) sont prévues dans la
zone extérieure (26) et les buses de Bernoulli (9, 90)
dans la zone intérieure (27).

14. Dispositif selon l’une des revendications 12 ou 13,
caractérisé en ce que le bord de butée (25) est
oblique en direction de la zone intérieure (27).
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